SECRETARIA GENERAL

MINISTERIO *"’**: DE FORMACION PROFESIONAL
*

"?  DEEDUCACION Kegk

| [T - INSTITUTO NACIONAL

=1 Y FORMACION PROFESIONAL #&g’::&lﬂgg‘:j& DE LAS CUALIFIGACIONES

GUIA DE EVIDENCIAS DEL ESTANDAR DE
COMPETENCIAS PROFESIONALES

“ECP2711_3: Prototipar circuitos o sistemas electrénicos”

GEC_ECP2711_3 - Actualizada 6 Publicada - Hoja 1 de 19



1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACION DEL ESTANDAR DE COMPETENCIAS
PROFESIONALES.

Dado que la evaluacion de la competencia profesional se basa en la recopilaciéon
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoracion de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observacion del desempefio en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en los elementos de la competencia (EC) e
indicadores de calidad (IC) del ECP2711_3: Prototipar circuitos o sistemas
electronicos.

1.1. Especificaciones de evaluacion relacionadas con las dimensiones de
la competencia profesional.

Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por
el asesor o0 asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).

Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento debera
ser contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el
referente de evaluaciéon (Estandar de Competencias Profesionales (ECP) y
los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el método que la Comision
de Evaluacion determine. Estos métodos pueden ser, entre otros, la
observacion de la persona candidata en el puesto de trabajo, entrevistas
profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 de esta Guia se
hace referencia a los mismos.

Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber
hacer”, que configuran las “competencias técnicas”, asi como el “saber
estar”, que comprende las “competencias sociales”.

a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.

La persona candidata demostrara el dominio practico relacionado con
las actividades profesionales que intervienen en Prototipar circuitos o
sistemas electronicos, y que se indican a continuacion:

Nota: A un digito se indican las actividades profesionales expresadas en
los elementos de la competencia del estandar de competencias
profesionales, y dos digitos las reflejadas en los indicadores de calidad.
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1. Establecer las necesidades del producto electronico a
desarrollar, a partir de las indicaciones del cliente, mediante la
elaboracion o revisién -en su caso- del documento de requisitos
0 especificaciones, a fin de adecuar el proceso y etapas de su
fabricacion.

1.1 La informacion para la elaboraciéon del documento de especificaciones
se recoge a partir de la interaccion con el cliente, haciendo hincapié en
aspectos relativos a prestaciones, tipos de sefiales de entradas y
salidas, aspectos mecanicos, plan de validacidon y otros que se
consideren criticos.

1.2 El documento de requisitos o especificaciones del producto electrénico
se elabora, detallando la informacién recopilada en cuanto a normativa
de aplicacion, prestaciones eléctricas o mecanicas, conectividad,
numero de unidades, tolerancias admisibles y plan de validacién, entre
otras, utilizando los modelos o formatos de documentacion propios de
cada empresa.

1.3 El documento de requisitos o especificaciones del producto electrénico
se revisa, adecuando su contenido a los medios y recursos disponibles
durante el proceso de fabricacién, a fin de mejorar tiempos y costes.

2. Predisefiar el sistema mediante la representacion del esquema
de integracion preliminar -boceto- con todos sus elementos,
modelando en 3D una primera version de la envolvente y
generando la documentacion para gestionar las siguientes
etapas del prototipado.

2.1 Los componentes electrénicos y el resto de elementos del sistema a
prototipar se localizan/se obtienen en las bases de datos en linea de
los proveedores, seleccionando aquellos que satisfacen las
necesidades descritas en el documento de requisitos -tolerancia de
valores, equivalencia entre fabricantes, riesgo de obsolescencia o
condiciones de almacenamiento-, actualizando el documento de
requisitos si se han producido cambios.

2.2 La estructura del circuito o sistema electrénico se dibuja en una
aplicacion de disefio asistido por ordenador -CAD electronico-,
integrando los elementos seleccionados a partir de las indicaciones
descritas en el documento de especificaciones.

2.3 La envolvente del conjunto del sistema electronico se modela en 3D,
siguiendo las indicaciones descritas en las especificaciones y utilizando
herramientas de disefio asistido por ordenador -CAD electronico-, para
dejar constancia del resultado final esperado.

2.4 Los planes de integracion y verificacion se elaboran, seleccionando
aquellas prestaciones y caracteristicas que se consideren criticas de
entre las indicadas en el documento de requisitos o especificaciones, y
definiendo las pruebas a realizar para determinar en qué medida el
producto fabricado cumple con lo esperado.
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2.5 La documentacion para gestionar las siguientes etapas del proceso de
prototipado se genera, aportando informacién relativa a costos,
dimensiones y plazos de tiempo de desarrollo, utilizando los modelos o
formatos de documentacion propios de cada empresa.

3. Representar el esquema electronico detallado del circuito -
esquematico- utilizando un programa de disefio asistido por
ordenador -CAD- especifico para circuitos electronicos,
aplicando criterios que garanticen laidentificacion de sus partes,
la claridad visual y el uso de los ficheros generados en el
posterior disefio de la placa de circuito impreso.

3.1 El programa de disefio asistido por ordenador -CAD electrénico- se
configura para facilitar la gestion de la informacién relativa al proyecto
asociado, estableciendo las carpetas a utilizar, las caracteristicas del
entorno de disefio y las jerarquias -si procede-.

3.2 Los repositorios de la organizacion se gestionan para integrar en el
esquematico bloques predisefiados y componentes de librerias,
editando los componentes que lo requieran o creando otros a medida,
incluyendo informacion relativa a proveedores, huellas de los
componentes -footprints-, modelos de simulacién y hojas de
caracteristicas -datasheets-, y creando librerias de proyecto
conteniendo los componentes utilizados en el disefio.

3.3 El esquematico se dibuja, colocando los componentes disponibles en
las librerias, realizando las conexiones entre ellos, anadiendo la
informacion complementaria -identificacion de los componentes por
nombres y/o valores- y aplicando herramientas para detectar y
subsanar posibles fallos eléctricos.

4. Probar el circuito electrénico mediante 'software' de simulacién
0 un montaje real provisional, para verificar su funcionamiento y
prestaciones, asi como para detectar errores.

4.1 El circuito electrénico se simula por medio de 'software' especifico o se
monta en placas de prototipado o placas de insercién rapida -
'protoboards'-, en funcion de los medios disponibles, aplicando senales
de prueba en sus entradas y realizando medidas en puntos de testy en
las salidas.

4.2 Los cambios que puedan corregir errores o, en su caso, 0 mejorar las
prestaciones de funcionamiento, se determinan a partir de la
comparacion de las medidas obtenidas sobre el circuito, simulado o
real, con las especificaciones originales, incorporando dichos cambios
en el esquema y actualizando la documentacion.

4.3 La informacion para la fase de disefio de la placa de circuito impreso -
PCB- se genera creando la lista de materiales, compilando el
esquematico en el 'software' de disefio PCB, procesando las
advertencias y errores obtenidos de la compilacion y estableciendo las
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reglas de disefio relativas a: impedancias, anchura y separacion de las
pistas, compatibilidad electromagnética -EMC-, u otras.

4.4 La documentacion relativa a especificaciones y proceso de fabricacién
del prototipo se actualiza, ajustando las previsiones relativas a costes,
tiempos maximos de acopio de componentes por influencia de los
plazos de su ciclo de vida -disponibilidad o riesgo de obsolescencia- y
ajustando el test de verificacion del circuito al disefio final.

5. Definir la disposicion de los componentes y trazar las pistas en
la placa de circuito impreso -PCB- en un entorno de aplicacién
informatica especifica, configurando reglas relativas a aspectos
eléctricos, electronicos, mecanicos, de suministro de
componentes y favorecedores del posterior proceso de
ensamblado y soldadura de los componentes.

5.1 El programa de disefio de circuito impreso se configura en aspectos
como: anchura y separacidén de pistas, tipos de vias y de angulos a
utilizar, respuesta ante cortocircuitos o ausencia de las conexiones
esperadas, aislamiento de las zonas de potencia, entre otras, asi como
las limitaciones impuestas por el proveedor que vaya a fabricar las
tarjetas, en su caso, estableciendo, segun prestaciones de la
aplicacion, que estas reglas se apliquen al disefio de manera
automatica.

5.2 Los aspectos mecanicos del diseio se configuran en la aplicacion,
conformando las dimensiones y forma de la placa, su numero de capas
y tipo de dieléctrico, asegurando espacio para su sujecion a una caja o
envolvente, ubicando los componentes ajustables de manera que sean
accesibles y atendiendo a la altura de los elementos auxiliares
dispuestos en posicion vertical.

5.3 Los componentes electronicos y los elementos auxiliares se distribuyen
en la placa de manera homogénea, estableciendo areas funcionales
segun tipos de circuitos, consumos de potencia o manipulacion de
sefales de baja potencia o radiofrecuencia y facilitando el acceso a
conectores y elementos ajustables.

5.4 Los componentes y los elementos auxiliares distribuidos en la placa se
interconectan, trazando pistas lo mas cortas posibles, teniendo en
cuenta las limitaciones e indicaciones del proveedor que vaya a fabricar
las tarjetas y aplicando estrategias, como cadenas repetitivas 0 macros,
en funcién de las prestaciones de la aplicacién, para mejorar la
eficiencia en el proceso de definicién dl PCB.

5.5 El disefio PCB final se comprueba, integrando el resultado obtenido en
el entorno 3D del 'software' de disefio asistido por ordenador y
aplicando las herramientas proporcionadas por dicho entorno para
verificar la ausencia de fallos en las conexiones.

5.6 La documentacion para proceder a la fabricacion de la placa de circuito
impreso - archivos tipo Gerber, listado de materiales actualizado
(BOM), distribucion de las distintas capas en caso de PCB multicapas
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u otras se genera, utilizando las opciones y herramientas
proporcionadas por la aplicacion.

6. Gestionar la fabricacion de una serie corta del prototipo
mediante el encargo a un proveedor o por medios propios para
someter el producto a los test de verificacién y realizar los
ajustes de puesta a punto.

6.1 La placa de circuito impreso de la serie corta se fabrica, empleando los
medios propios disponibles, como pueden ser: ataque quimico, fresado
o impresion 3D, en entorno ventilado, utilizando en cada caso los
equipos de proteccion individual -EPI- requeridos, como gafas o
guantes, o aportando a un proveedor externo la informacion y los
detalles relativos a su fabricacion.

6.2 Los componentes electronicos y otros elementos auxiliares de la serie
corta a montar se obtienen, gestionando su aprovisionamiento,
trazabilidad y almacenamiento y preparandolos, junto con las placas de
circuito impreso, para su ensamblado o montaje.

6.3 Los componentes electronicos de agujero pasante -THD-, de montaje
superficial -SMD- y otros elementos auxiliares se sueldan sobre las
placas de la serie corta mediante los medios disponibles como: estacién
de soldadura (preferiblemente termorregulada y con sistema de aire
caliente), horno de refusion, horno de fase de vapor, soldadura de ola
selectiva o estacién de Reflow BGA, siguiendo el esquema de
distribucion de componentes, en un entorno con dispositivo extractor de
humos y botiquin de primeros auxilios, usando, en su caso, equipos de
proteccion individual como mascarilla, guantes y gafas.

6.4 Las placas montadas se prueban, conectando la alimentacién eléctrica,
ajustando los elementos configurables y aplicando el test de verificacion
-'hardware' y 'software'- definido en la fase de disefio y las pruebas de
homologacioén, comparando los resultados obtenidos con los esperados
y elaborando un documento de conclusiones que valide el producto o
recomiende modificaciones.

6.5 Los residuos generados en el proceso de fabricacién y montaje de las
placas se gestionan, separando los liquidos empleados -en caso de
haber utilizado ataque quimico- y el resto de materiales de desecho, y
depositandolos en contenedores sefnalizados, de acuerdo a las
politicas de gestion medioambiental acordadas en la empresa.

6.6 La documentacién para poner en marcha la fase de produccion se
completa, afiadiendo el documento de conclusiones que valide el
producto, obtenido a partir del proceso de fabricacion y puesta a punto
del prototipo.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.

La persona candidata, en su caso, debera demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte
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a las actividades profesionales implicadas en los elementos de la
competencia del ECP2711_3: Prototipar circuitos o sistemas
electrénicos. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de
las actividades profesionales que aparecen en cursiva y negrita:

1. Caracteristicas de productos para el prototipado de circuitos y
sistemas electronicos

- Diseno electronico basado en modelos (Model Based Design -MBD-): modelo
en Vy otros enfoques.

- Herramientas 'software' para la gestién del proceso de disefio.

- Proceso de fabricacion del producto electrénico.

- Especificaciones en el prototipado de productos electrénicos: prestaciones
eléctricas o mecanicas, conectividad, tolerancias admisibles, entre otros.

- Normas sobre documentacion técnica.

- Procesos y protocolos de organizacién, actualizacion y clasificacion de la
documentacion técnica.

- Documentacién necesaria para disefo, gestion, montaje y supervision de las
placas del circuito impreso.

2. Predisefio de esquemas de integraciéon del sistema en el prototipado
de circuitos y sistemas electrénicos

- Caracteristicas de seleccion de proveedores de materiales.

- Cualidades de los proveedores.

- Caracteristicas para seleccion de materiales alternativos a los originales.

- Documentacién del esquema de integracién del sistema electrénico por medio
de herramientas de disefio asistido por ordenador -CAD electrénico-.

- Modelado 3D de envolventes. Herramientas de disefo asistido por ordenador
-CAD electronico-.

- Planes de integracién y verificacion: prestaciones y caracteristicas criticas,
definicién de pruebas y elaboraciones de los planes.

- Planes de integracion y verificacion en las etapas del proceso de prototipado.

3. Representacion de esquemas para el prototipado de circuitos y
sistemas electronicos

- Normativa de simbologia y representacion de esquemas.

- Interpretacion de las especificaciones de disefio para la creacion de
esquematicos.

- Caracteristicas y configuracion de la herramienta de disefio de CAD.

- Estructuras jerarquicas en la representacion de esquemas electrénicos.

- Librerias en la herramienta de CAD.

- Creacion y edicion de componentes en el entorno CAD.

- Del esquematico a la placa del circuito impreso: informacién necesaria.

- Aprovisionamiento de materiales a partir del esquema electronico.

- Utilidades integradas en la herramienta de CAD para la generacion de
documentacion.

4. Validacion de circuitos electronicos para simulacion y montaje de
prototipos funcionales
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- Caracteristicas y configuraciéon de la herramienta de simulacién electronica.
Componentes e importacion de modelos. Creacién de diagramas. Tipos de
simulacion (AC, DC, transitorios, entre otros).

- Anadlisis del funcionamiento de circuitos electrénicos simulados.

- Técnicas y procedimientos de montaje de prototipos funcionales en funcion de
la aplicacion del circuito. Normativa aplicable sobre seguridad.

- Procesos de montaje manual de componentes electronicos (de agujero
pasante -THD- y de montaje superficial -SMD-).

- Procesos de soldadura (manual, por horno de refusion y otros medios) de
componentes electrénicos. Herramientas e instrumentacion de medida y
prueba.

- Senfales eléctricas para la comprobacion y puesta a punto de equipos
electronicos.

- Funcionamiento, pruebas y ensayos de los circuitos electrénicos. Protocolos
de comprobacion y puesta a punto de los equipos electrénicos.

5. Caracteristicas del disefio de placas de circuito impreso

- Estandares IPC sobre disefio, ensamblado y control de calidad para circuitos
impresos.

- Conceptos de disefio para fabricacion (Design For Manufacturing - DfM),
disefio para fiabilidad (Design For Reliability - DfR), disefio para excelencia
(Design For Excellence - DfX), entre otros.

- Caracteristicas de los diferentes tipos de encapsulados (footprints) de los
componentes electrénicos.

- Parametrizacion de las herramientas de disefio CAD (anchura y separacion de
pistas, tipos de vias y de angulos a utilizar, entre otras).

- Condiciones y limitaciones de los proveedores de fabricacion de placas.

- Tipos de placas de circuito impreso industrial y comercial. Caracteristicas
mecanicas.

- Normas, precauciones y buenas practicas en el disefio de placas de circuito
impreso.

- Consideraciones sobre la integridad de sefiales.

- Utilidades ofrecidas por la herramienta CAD.

6. Gestion del montaje y construccién de prototipos y series cortas de
placas de circuito impreso

- Construccion de circuitos electronicos. Técnicas de mecanizado, soldadura y
acabado: procesos de fabricacion de circuitos impresos (fresado, medios
quimicos, entre otros).

- Caracteristicas y especificaciones de los medios de produccion utilizados en
los procesos de fabricacion por fresado y por medios quimicos.
Especificaciones de fabricacion y procesos de mecanizado de las placas de
circuito impreso.

- Medios y procesos de tratamiento de la placa de circuito impreso para su
proteccion y serigrafiado.

- Montaje de placas de circuito impreso. Tecnologias y procesos de montaje de
prototipos de aplicaciones electrénicas. Normas de seguridad en el montaje
respecto a los problemas de electricidad estatica.
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- Puesta a punto de circuitos electrénicos. Instrumentacion electronica para la
verificacion y puesta a punto de equipos electronicos.

- Ficha técnica de intervencion, descripcion, tipos, especificaciones, entre otras.
Protocolos de verificacion y almacenaje de equipos terminados. Protocolos de
mantenimiento de equipos electronicos.

7. Planificacion y gestion del aprovisionamiento de componentes y
material de placas de circuito impreso

- Trazabilidad y almacenaje de componentes y del material de las placas de
circuito impreso en el sistema de produccién. Cualidades y seleccion de
proveedores.

- Seleccion de materiales alternativos a los originales. Gestion de pedidos de
materiales a proveedores. Protocolos y procedimientos de recepcion de
materiales. Sistemas de almacenamiento masivo de materiales. Trazabilidad
de materiales. Herramientas de 'software’ para la gestion de los pedidos.

- Seguridad y prevencion de riesgos laborales en la fabricaciéon y montaje de
placas de circuito impreso.

- Procedimientos y protocolos de actuacion ante un accidente laboral. Equipos,
medios y protocolos de seguridad durante el proceso de fabricacién y montaje
de circuitos impresos y para el almacenamiento de materiales. Condiciones de
seguridad de las instalaciones en los procesos de fabricacion del circuito
impreso.

- Gestidn de residuos en la fabricacion, montaje y mantenimiento de equipos
electronicos (clasificacion, protocolos de manipulacion, caracteristicas de las
zonas de almacenamiento, trazabilidad, gestores de residuos, entre ofros).
Normativa sobre proteccion medioambiental.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.

La persona candidata debe demostrar la posesion de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, segun las
siguientes especificaciones:

- Adaptarse a la organizacion de la empresa integrandose en el sistema de
relaciones técnico-laborales.

- Ejecutar las instrucciones que recibe responsabilizandose de la labor que
desarrolla, comunicandose de manera eficaz con la persona adecuada en
cada momento.

- Mostrar una actitud de respeto hacia los companeros, procedimientos y
normas de la empresa.

- Cumplir las medidas que favorezcan el principio de igualdad de trato y de
oportunidades entre hombres y mujeres.

- Valorar el talento y rendimiento profesional con independencia del sexo.

- Aplicar de forma efectiva el principio de igualdad de trato y no
discriminacion en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.

1.2. Situaciones profesionales de evaluacion y criterios de evaluacion.
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La situacion profesional de evaluacion define el contexto profesional en el
que se tiene que desarrollar la misma. Esta situaciéon permite al evaluador
o evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata
que incluyen, basicamente, todo el contexto profesional del Estandar de
Competencias Profesionales implicado.

Asi mismo, la situacion profesional de evaluacion se sustenta en
actividades profesionales que permiten inferir competencia profesional
respecto a la practica totalidad de elementos de la competencia del
Estandar de Competencias Profesionales.

Por ultimo, indicar que la situacion profesional de evaluacion define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA,,
cuando éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas
candidatas.

En el caso del "ECP2711_3: Prototipar circuitos o sistemas electronicos”,
se tiene una situacién profesional de evaluacion y se concreta en los
siguientes términos:
1.2.1. Situacion profesional de evaluacién.
a) Descripcion de la situacion profesional de evaluacion.
En esta situacion profesional, la persona candidata, demostrara la
competencia requerida para prototipar circuitos o sistemas
electronicos, cumpliendo la normativa relativa a la proteccion
medioambiental, planificacion de la actividad preventiva vy
aplicando estandares de calidad. Esta situacion comprendera al
menos la siguientes actividades:

1. Identificar las necesidades del producto a desarrollar, siguiendo
las indicaciones del cliente.

2. Esbozar el sistema a través de los esquemas.
3. Verificar el circuito electrénico.
4. Sefalar la disposicion de los componentes.

5. Fabricar mediante el encargo de un proveedor para someter a
un test de verificacion al producto.

Condiciones adicionales:
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- Se dispondra de equipamientos, productos especificos y
ayudas técnicas requeridas por la situacion profesional de
evaluacion.

- Se comprobara la capacidad del candidato o candidata en
respuesta a contingencias.

- Se asignara un tiempo total para que el candidato o la
candidata demuestre su competencia en condiciones de
estrés profesional.

b) Criterios de evaluacion asociados a la situacion de
evaluacion.

Cada criterio de evaluacion esta formado por un criterio de mérito
significativo, asi como por los indicadores y escalas de
desempeino competente asociados a cada uno de dichos criterios.

En la situacion profesional de evaluacion, los criterios de
evaluacion se especifican en el cuadro siguiente:

Criterios de mérito Indicadores de desempefio competente
Rigor en la identificacion de las | - Apunte de las indicaciones en la elaboracion del informe a
necesidades del producto a través de la interaccion con el cliente.
desarrollar, siguiendo las indicaciones | - Elaboracion y revision del documento de requisitos.
del cliente.
El umbral de desempefio competente esta explicitado en la
Escala A.
Eficiencia en el esbozo de el sistema, | - Localizacion de los componentes electronicos en la base
a través de los esquemas. de datos.
- Dibujo de la estructura del circuito en una aplicacién de
disefio.

- Uso de herramientas de disefio.

- Realizacién de pruebas para comprobar que el producto
cumple con lo esperado.

- Generacion de la documentacion para gestionar las
etapas del proceso.

El umbral de desempefio competente esta explicitado en la
Escala B.
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Eficiencia en la verificacion de el
circuito electronico.

Exactitud para sefialar la disposicion
de los componentes.

Exactitud en la fabricacion, mediante
el encargo de un proveedor para
someter a un test de verificacion al
producto.
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Simulacion del circuito electronico, a través del software

especifico.

- Determinacién de los cambios que puedan corregir
errores.

- Obtencion de informacién para la fase de disefio de la
placa de circuito impreso.

- Actualizacion de la documentacion relatva a

especificaciones y proceso de fabricacion del prototipo.

El umbral de desempefio competente esta explicitado en la
Escala C.

- Configuracion de el programa de disefio de circuito
impreso.

- Configuracion en la aplicacion de los aspectos mecénicos
del disefio.

- Distribucion e interconexion de los componentes
electronicos y auxiliares.

- Comprobacion de el disefio PCB final.

- Realizacion de la documentacion para proceder a la
fabricacion de la placa de circuito impreso.

El umbral de desempefio competente esta explicitado en la
Escala D.

- Fabricacion de la placa de circuito impreso de la serie
corta.

- Obtencién de los componentes electronicos y otros
elementos auxiliares de la serie corta a montar.

- Union de los componentes electrénicos de agujero
pasante -THD-, de montaje superficial -SMD- y otros
elementos auxiliares se sueldan sobre las placas de la
serie corta.

- Prueba de las placas montadas.

- Gestion de los residuos generados en el proceso de
fabricacion y montaje de las placas.

- Obtencion la documentacion para poner en marcha la fase
de produccion.

El umbral de desempefio competente esta explicitado en la
Escala E.
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Cumplimiento del tiempo asignado,
considerando el que emplearia un o
una profesional competente.

El desempefio competente requiere el cumplimiento, en todos los criterios de mérito, de la normativa
aplicable en materia de prevencion de riesgos laborales, proteccion medioambiental

Escala A

Para identificar las necesidades del producto a desarrollar, siguiendo las indicaciones del cliente,
4 apunta estas en la elaboracion del informe, a través de la interaccion con el cliente. Elabora y revisa
el documento de requisitos.

Para identificar las necesidades del producto a desarrollar, siguiendo las indicaciones del
3 cliente, apunta estas en la elaboracién del informe, a través de la interaccién con el cliente.

Elabora y revisa el documento de requisitos. La persona candidata comete ligeras
irregularidades, que no alteran el resultado final.

Para identificar las necesidades del producto a desarrollar, siguiendo las indicaciones del cliente,

2 apunta estas en la elaboracion del informe, a través de la interaccion con el cliente. Elabora y revisa
el documento de requisitos. La persona candidata comete amplias irregularidades que alteran el
resultado final.

1 No identifica las necesidades del producto a desarrollar, siguiendo las indicaciones del cliente.

Nota: el umbral de desempeno competente corresponde a la descripcidn
establecida en el numero 3 de la escala.

Escala B

Para eshozar el sistema a través de los esquemas, localiza los componentes electronicos en la base
4 de datos. Dibuja la estructura del circuito en una aplicacion de disefio. Usa herramientas de disefio.

Realiza pruebas para comprobar que el producto cumple con lo esperado. Genera la documentacion
para gestionar las etapas del proceso.

Para esbozar el sistema a través de los esquemas, localiza los componentes electrénicos en
la base de datos. Dibuja la estructura del circuito en una aplicacion de disefio. Usa
3 herramientas de disefio. Realiza pruebas para comprobar que el producto cumple con lo
esperado. Genera la documentacién para gestionar las etapas del proceso. La persona
candidata comete ligeras irregularidades, que no alteran el resultado final.
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Para eshozar el sistema a través de los esquemas, localiza los componentes electrénicos en la base
de datos. Dibuja la estructura del circuito en una aplicacion de disefio. Usa herramientas de disefio.
Realiza pruebas para comprobar que el producto cumple con lo esperado. Genera la documentacion
para gestionar las etapas del proceso. La persona candidata comete amplias irregularidades que
alteran el resultado final.

No eshoza el sistema a través de los esquemas.

Nota: el umbral de desempeno competente corresponde a la descripcidn
establecida en el numero 3 de la escala.

Escala C

Para verificar el circuito electrénico, lo simula a través del software especifico. Determina los cambios
que puedan corregir errores. Obtiene informacion para la fase de disefio de la placa de circuito
impreso y actualiza la documentacion relativa a especificaciones y proceso de fabricacion del
prototipo.

Para verificar el circuito electronico, lo simula a través del software especifico. Determina los
cambios que puedan corregir errores. Obtiene informacién para la fase de disefio de la placa
de circuito impreso y actualiza la documentacién relativa a especificaciones y proceso de
fabricacion del prototipo. La persona candidata comete ligeras irregularidades, que no alteran
el resultado final.

Para verificar el circuito electrénico, lo simula a través del software especifico. Determina los cambios
que puedan corregir errores. Obtiene informacion para la fase de disefio de la placa de circuito
impreso y actualiza la documentacion relativa a especificaciones y proceso de fabricacion del
prototipo. La persona candidata comete amplias irregularidades que alteran el resultado final.

No verifica el circuito electrdnico.

Nota: el umbral de desempeno competente corresponde a la descripcidn
establecida en el numero 3 de la escala.

Escala D

Para sefialar la disposicion de los componentes, configura el programa de disefio de circuito impreso.
Configura la aplicacién de los aspectos mecanicos del disefio. Distribuye e interconexiona los
componentes electronicos y auxiliares. Comprueba el disefio PCB final y realiza la documentacion
para proceder a la fabricacion de la placa de circuito impreso.

GEC_ECP2711_3
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Para sefialar la disposicion de los componentes, configura el programa de disefio de circuito
impreso. Configura la aplicacion de los aspectos mecanicos del disefio. Distribuye e
interconexiona los componentes electronicos y auxiliares. Comprueba el disefio PCB final y
realiza la documentacion para proceder a la fabricacion de la placa de circuito impreso. La
persona candidata comete ligeras irregularidades, que no alteran el resultado final.

Para sefialar la disposicion de los componentes, configura el programa de disefio de circuito impreso.
Configura la aplicacién de los aspectos mecanicos del disefio. Distribuye e interconexiona los
2 componentes electronicos y auxiliares. Comprueba el disefio PCB final y realiza la documentacion
para proceder a la fabricacion de la placa de circuito impreso. La persona candidata comete amplias
irregularidades que alteran el resultado final.

1 No sefiala la disposicion de los componentes.

Nota: el umbral de desempeno competente corresponde a la descripcidn
establecida en el numero 3 de la escala.

Escala E

Para fabricar mediante el encargo de un proveedor para someter a un test de verificacién al producto,
fabrica la placa de circuito impreso de la serie corta. Obtiene los componentes electrdnicos y otros
elementos auxiliares de la serie corta a montar. Une los componentes electrénicos de agujero pasante
4 -THD-, de montaje superficial -SMD- y otros elementos auxiliares se sueldan sobre las placas de la
serie corta. Prueba las placas montadas. Gestiona los residuos generados en el proceso de
fabricacion y montaje de las placas y obtiene la documentacion para poner en marcha la fase de
produccidn.

Para fabricar mediante el encargo de un proveedor para someter a un test de verificacion al
producto, fabrica la placa de circuito impreso de la serie corta. Obtiene los componentes
electrénicos y otros elementos auxiliares de la serie corta a montar. Une los componentes
3 electrénicos de agujero pasante -THD-, de montaje superficial -SMD- y otros elementos

auxiliares se sueldan sobre las placas de la serie corta. Prueba las placas montadas. Gestiona
los residuos generados en el proceso de fabricacion y montaje de las placas y obtiene la
documentacion para poner en marcha la fase de produccidn. La persona candidata comete
ligeras irregularidades, que no alteran el resultado final.

Para fabricar mediante el encargo de un proveedor para someter a un test de verificacién al producto,
fabrica la placa de circuito impreso de la serie corta. Obtiene los componentes electrénicos y otros
elementos auxiliares de la serie corta a montar. Une los componentes electrénicos de agujero pasante
2 -THD-, de montaje superficial -SMD- y otros elementos auxiliares se sueldan sobre las placas de la
serie corta. Prueba las placas montadas. Gestiona los residuos generados en el proceso de
fabricacion y montaje de las placas y obtiene la documentacion para poner en marcha la fase de
produccion. La persona candidata comete amplias irregularidades que alteran el resultado final.

No fabrica el encargo de un proveedor para someter a un test de verificacién al producto.
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Nota: el umbral de desempeno competente corresponde a la descripcidn
establecida en el numero 3 de la escala.

2. METODOS DE EVALUACION DE LA ESTA NDAR DE COMPETENCIAS
PROFESIONALES Y ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE
EVALUACION Y EVALUADORES/AS.

La seleccion de métodos de evaluacion que deben realizar las Comisiones de
Evaluacion sera especifica para cada persona candidata, y dependera
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificacion del estandar de
competencias profesionales, caracteristicas personales de la persona candidata y
evidencias de competencia indirectas aportadas por la misma.

2.1. Métodos de evaluacion y criterios generales de eleccion.

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluacion de la
competencia profesional adquirida por las personas a través de la
experiencia laboral, y vias no formales de formacién son los que a
continuacion se relacionan:

a) Métodos indirectos: Consisten en la valoracion del historial profesional
y formativo de la persona candidata; asi como en la valoracién de
muestras sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados.
Proporcionan evidencias de competencia inferidas de actividades
realizadas en el pasado.

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el
mismo momento de realizar la evaluacion. Los métodos directos
susceptibles de ser utilizados son los siguientes:

- Observacion en el puesto de trabajo (A).

- Observacion de una situacion de trabajo simulada (A).

- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluacion (C).

- Pruebas de habilidades (C).

- Ejecucion de un proyecto (C).

- Entrevista profesional estructurada (C).

- Preguntas orales (C).

- Pruebas obijetivas (C).
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NIVELES DE CUALIFICACION

Métodos directos

5 complementarios
(C)

4

- Métodos indirectos (B)

3

2 Métodos directos (A)

1

METODOS DE EVALUACION

Fuente: Leonard Mertens (elaboracién propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluacion que debe ser integrado (“holistico”), uno de los criterios de
eleccion depende del nivel de cualificacion del ECP. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de observacion
en una situaciéon de trabajo real o simulada, mientras que, a niveles
superiores, debe priorizarse la utilizacion de métodos indirectos
acompanados de entrevista profesional estructurada.

La consideracion de las caracteristicas personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Asi, por este
principio, debe priorizarse la seleccion de aquellos métodos de caracter
complementario que faciliten la generacién de evidencias validas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de caracter escrito a una persona candidata a la que se le aprecien
dificultades de expresion escrita, ya sea por razones basadas en el
desarrollo de las competencias basicas o factores de integracion cultural,
entre otras. Una conversacion profesional que genere confianza seria el
metodo adecuado.

Por ultimo, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
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2.2,

cada caso particular, en la eleccion de otros métodos de evaluacion para
obtener evidencias de competencia complementarias.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluacion y Evaluadores.

a) Cuando la persona candidata justifique solo formacién formal y no tenga
experiencia en el proceso de Prototipar circuitos o sistemas electrénicos,
se le sometera, al menos, a una prueba profesional de evaluacion y a
una entrevista profesional estructurada sobre la dimensién relacionada
con el "saber" y "saber estar" de la competencia profesional.

b) En la fase de evaluacion siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Debera
tomarse como referente el ECP, el contexto que incluye la situacion
profesional de evaluacién, y las especificaciones de los “saberes”
incluidos en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar
una entrevista profesional estructurada.

c) Si se evalua a la persona candidata a través de la observacion en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en los elementos de la competencia considerando el
contexto expresado en la situacion profesional de evaluacion.

d) Si se aplica una prueba practica, se recomienda establecer un tiempo
para su realizacion, considerando el que emplearia un o una profesional
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.

e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado
1.1 de esta Guia, en la fase de evaluacion se debe comprobar la
competencia de la persona candidata en esta dimensién particular, en
los aspectos considerados.

f) Este Estandar de Competencias Profesionales es de nivel "3" y sus
competencias conjugan basicamente destrezas cognitivas y
actitudinales. Por las caracteristicas de estas competencias, la persona
candidata ha de movilizar fundamentalmente sus destrezas cognitivas
aplicandolas de forma competente a multiples situaciones y contextos
profesionales. Por esta razén, se recomienda que la comprobacién de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba de
desarrollo practico, que tome como referente las actividades de la
situacion profesional de evaluacién, todo ello con independencia del
método de evaluacion utilizado. Esta prueba se planteara sobre un
contexto definido que permita evidenciar las citadas competencias,
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minimizando los recursos y el tiempo necesario para su realizacion, e
implique el cumplimiento de las normas de seguridad, prevencion de
riesgos laborales y medioambientales requeridas.

g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendran en cuenta las siguientes
recomendaciones:

Se estructurara la entrevista a partir del analisis previo de toda la
documentacion presentada por la persona candidata, asi como de la
informacion obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de
la evaluacion.

La entrevista se concretara en una lista de cuestiones claras, que
generen respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser
explorados a lo largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de
evaluacion y el perfil de la persona candidata. Se debe evitar la
improvisacion.

El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la
vez dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la maxima
atencion y neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en
ninguin momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la
persona candidata se comunique con confianza, respetando su propio
ritmo y solventando sus posibles dificultades de expresion.

Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar
que respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio video previa autorizacion de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de proteccion de datos.
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